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Abstract (en)
The ends of the wires [1] which are placed in parallel and are inserted in a metal sleeve [2]. The wires are then subjected to a resistance welding
process in a compression action. The welding involves a first stage in which the wires are bonded and a second where the wires and sleeve weld
together.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen mehreren lackisolierten elektrischen Leitern.
Erfindungsgemäß werden die nicht abisolierten Enden der Leiter in eine gemeinsame Metallhülse eingeführt, so dass die Leiter parallel zueinander
zu liegen kommen. Nachfolgend werden die Leiter mit der Metallhülse mit Hilfe eines elektrischen Widerstandsschweißverfahrens verschweißt.
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